Programa: Técnico En Mantenimiento De Equipos De Computo
. Instructor: Juan David Llorente Petro

SENA Institucién: Catalino Gulfo
Competencia: Mantener Equipos De Cémputo Segln Procedimiento Técnico.
Resultado De Aprendizaje: Realizar Mantenimiento Fisico

Y/O Légico A Los Equipos De Cémputo
Y/O Periféricos De Acuerdo Con El
Manual Del Fabricante.
Municipio: Valencia.

Tema: tecnologias en el disefio de microchips

Objetivo de la actividad: conocer la utilidad que nos brindan las hojas de datos a la hora de
mantenimiento

Nombre y apellido:

Existen dos tipos de tecnologias en el disefio de microchips que dependen
de su montaje y que debes conocer para reparar los equipos de cémputo

Through-Hole Technology

Son componentes, grandes o medianos, gue tienen que atravesar
la tarjeta de circuito impreso o PCB para que puedan montarse,
con el fin de poder ser soldados por la parte inferior de la placa.

Las caracteristicas de esta tecnologia son:

Para hacer pasar a los componentes a través
00— de la placa se tiene que perforar haciendo el
proceso un poco mas costoso.

Los componentes THT generalmente son mas
faciles de conseguir.

Los prototipos caseros de circuitos impresos
o—o0 generalmente estan disefiados con este tipo
de tecnologia.

o—0 Sus circuitos son por lo regular mas grandes.

o o Sus componentes son mas sencillos de soldar,
pero dificiles de retirar.

hacer



Programa: Técnico En Mantenimiento De Equipos De Computo
. Instructor: Juan David Llorente Petro

SENA Institucion: Catalino Gulfo

Competencia: Mantener Equipos De Cémputo Segln Procedimiento Técnico.
A Resultado De Aprendizaje: Realizar Mantenimiento Fisico
Y/O Logico A Los Equipos De Cdmputo
Y/O Periféricos De Acuerdo Con El
Manual Del Fabricante.

Municipio: Valencia.

bt Surface Mount Technology

Son componentes pequenos o milimétricos que no tienen
que atravesar la PCB para que se puedan montar. Estos se
sueldan del mismo lado de la placa en el que estan.
Las caracteristicas de esta tecnologia son:

‘f Las PCB son, por lo regular, mas baratas, ya
. gue no se tienen que perforar grandes hoyos.

Los componentes SMT generalmente son mas

o—>0 | dificiles de conseguir. )

4 .
o o Los prototipos caseros son poco comunes. )
\ /

Sus circuitos son, por lo regular, mas pequefos. |

‘, Los componentes SMT son dificiles de soldar,
\ pero mas sencillos de retirar.

Responda realice:

1) Diferencie los componentes SMT de los demds componentes THT
2) Busque eninternet ejemplos de componentes SMT y explique su funcionamiento y utilidad

Referencia de material:

FUNDACION CARLOS SLIN, capacitate para el empleo en: https://capacitateparaelempleo.org/

httpS://WWW. pccom ponentes.com/p rocesador-cpu-que-es-caracteristicas-tipos

https://www.tecnologia-informatica.com/mantenimiento-de-computadoras/
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